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Part no. / Part marked/ | Quality class/| Capacitance value/ Contact plating/ ) .
Art.-Nr. / Bedruckung: Glitestufe: Kapazitatswert: Kontakt Veredelung: Technical sgemflcatlonl
f Technische Daten:
24-011613 3 Gold flash over nickel ~CETHSERS S
28 plilnetqar,tci Sold over min. 50 pin nickel Working voltage/ 100 vDC
. 0 i .
24-011612 2 20 in Gold diber min. 50 pin Nickel 370 pF £ 20 % Betnebsspanr.mng.
24011611 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel Current rating/ 25A
i 30 pin Gold iiber min. 50 pin Nickel Strombelastbarkeit:
24-011623 3 Gold flash over nickel Insulation resistance/ >1GQ
gg’d l'lbel’; N’;ke’ a 50 T ricka] Isolationswiderstand:
uin hard gold over min. 50 pin nicke ; :
24-011622 2 20 pin Gold tiber min. 50 in Nickel 830 pF & 20 % Dielectric 300 VDC
24-011621 1 30 pin hard gold over min. 50 pin nickel withstanding voltage/
- 30 pin Gold tber min. 50 uin Nickel Spannungsfestigkeit (DWV):
Temperature -25°C..+85°C
working range/
Umgebungstemperatur:
Capacitance value/ see table/
Kapazitatswert: siehe Tabelle
Mating cycles Quality class 1 = 500
(see table)/ Gtestufe 1
Steckzyklen Quality class 2 = 200
(siehe Tabelle): Glitestufe 2
Quality class 3= 50
Giitestufe 3
Sealing compound/
Verguss Materials/
Werkstoffe:
Contact/ Cu alloy, Au over Ni
Kontakt: Contact tails pretinned/
Kontaktspitzen verzinnt
Insulator/ High temp. PA UL 94 V-0
Isolierkérper:
" Shell/ Steel, Sn over Ni
Fixing-plate/ Gehiuse:
Zentrierplatte/

Mounting bracket/
Befestigungswinkel

Threaded front spacer/

Grounding bracket/

Threaded front spacer/
Gewinde-Abstandsbolzen:

Cu alloy, Sn over Ni

Mounting bracket/

Befestigungswinkel:

High temp. PA UL 94 V-0

Grounding bracket/
Erdungswinkel:

Cu alloy, Sn

Fixing-plate/

Zentrierplatte:

High temp. PA UL 94 V-0

Sealing compound/
Verguss:

PUR

Installation specification/
Montagedaten:

Solder parameter/
Loétparameter:

Solder preheat
temperature/
Vorheiztemperatur:

Solder bath temperature/
Létbadtemperatur:

100 °C for 30 sec./
100 °C fiir 30 Sek.

260 °C for 5 sec./
260 °C fiir 5 Sek.

PCB hole drillings/
Leiterplattenbohrbild:

see sheet 2/
siehe Seite 2

Recommended torque
value for thread/

Empfohlenes Drehmoment
fiir Gewinde:

max. 6 in.LB/

max. 67 Ncm

@

Gewinde-Abstandsbolzen Erdungswinkel
E—@ dim. in mm D-SUB HD C Fifer Female 44pos. Solder pn angled 0.350 nch
with threaded front spacer, mounting bracket, fixing plate and grounding bracket
Date/Datum Name . " X
AW 15 06,2023 Bb D-SUB HD C-Filter Buchse 44pol. Lotstift gewinkelt 7,98 mm
gez. -06. P ) ) ) .
;‘,’,‘Zd' 7113062023 | Lehmenkiier mit Gewinde-Abstandsbolzen, Befestigungswinkel, Zentrierplatte und Erdungswinkel
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PCB hole drillings
(PCB top side)/
Leiterplattenbohrbild
(Leiterplatten Oberseite)
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‘5’@' dim. in mm D-SUB HD C-Filter Female 44pos. Solder pin angled 0.350 inch
with threaded front spacer, mounting bracket, fixing plate and grounding bracket
Date/Datum Name . " X
AW 15 06,2023 Bb D-SUB HD C-Filter Buchse 44pol. Lotstift gewinkelt 7,98 mm
;‘,’,Ed'/ 13062023 | Lemenkiier mit Gewinde-Abstandsbolzen, Befestigungswinkel, Zentrierplatte und Erdungswinke!
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